电子产品分析与制作复习资料
一 单选题 
1. 某电阻的色环排列是“橙白黑金棕”，此电阻的实际阻值和误差是
	A. 3900Ω±5% 

	B. 39.0KΩ±1% 

	C. 39.0Ω±1% 

	D. 39.0Ω±5% 


2. 在Protel里放置元器件封装过程中，按( )键使元器件封装90o旋转。
	A. X 

	B. Y 

	C. L 

	D. 空格键 


3. 某电阻的色环排列是“灰红黑红棕”，此电阻的实际阻值和误差是
	A. 82KΩ±1% 

	B. 92KΩ±1% 

	C. 8.2KΩ±10% 

	D. 822KΩ±5% 


4. 某电阻的阻值是20欧，误差范围是±5%，使用色环标识时应是
	A. 红黑黑棕 

	B. 红黑黑金 

	C. 棕红黑金 

	D. 棕红红棕 


5. 标识为203的贴片电阻，其阻值应该是( )。
	A. 200Ω 

	B. 2KΩ 

	C. 20Ω 

	D. 20KΩ 


6. 表面安装元器件从功能分为（ ）
	A. 无源元件SM 

	B. 电阻、电容、电感、三极管、集成电路。 

	C. 有源器件SM 

	D. 机电元件 


7. 贴片阻容元件以外形尺寸来标注其规格，某元件长宽分别为2.0mm,1.25mm,则其封装为
	A. 1206 

	B. 0805 

	C. 0603 

	D. 0402 


8. 标识为100的贴片电阻，其阻值应该是( )
	A. 100Ω 

	B. 10Ω 

	C. 1Ω 

	D. 1KΩ 


9. 在印制电路板设计的过程中，一般焊盘的环宽通常为（ ）距离
	A. 0.5mm—1.5mm 

	B. 0.4mm—1.4 mm 

	C. 0.6mm—1.6mm 

	D. 0.3mm—1.2mm 


10. 印制电路板的( )层只要是作为说明使用。
	A. KeepOutLayer 

	B. TopOverlay 

	C. MechanicalLayers 

	D. MultiLayer 


11. 某电容的实际容量是1µF，换成数字标识是
	A. 102 

	B. 103 

	C. 104 

	D. 105 


12. 焊膏正确使用必须储存在冰箱中温度控制的条件（ ）
	A. -5～1、0℃ 

	B. -5～5℃ 

	C. 5～15℃ 

	D. 0～10℃ 


13. 现设计一种家电产品电路板，需要多个1W，误差±5%的电阻，应该选用以下的
	A. 碳膜电阻 

	B. 金属氧化膜电阻 

	C. 金属膜电阻 

	D. 线绕电阻 


14. 贴片阻容元件一般以外形尺寸来标注其规格，标注为0805的元件长宽分别为
	A. 2.0mm,1.25mm 

	B. 1.0mm,0.5mm 

	C. 0.08mm,0.05mm 

	D. 3.2mm,1.6mm 


15. 焊膏放置及使用时间规定（ ）
	A. 室温、随时使用 

	B. 冰箱，取出后立刻使用 

	C. 冰箱，取出4小时后使用。 

	D. 温箱，随时使用。 


16. 某贴片电容的实际容量是0.022μF，换成数字标识是
	A. 202 

	B. 223 

	C. 222 

	D. 224 


17. 对矩形SMT元件，焊接合格的标准是:焊端宽度的( )以上必须在焊盘上，不足时为不合格
	A. 1/2 

	B. 2/3 

	C. 3/4 

	D. 4/5 


18. 印制板装配图（ ）。
	A. 只有元器件位号，没有元器件型号 

	B. 有元器件型号，没有元器件位号 

	C. 有元器件型号和位号 

	D. 没有元器件型号和位号 


19. 在元器件和散热件之间涂硅酯是为了（ ）。
	A. 提高导电能力 

	B. 增大散热 

	C. 提高机械强度 

	D. 减小热阻 


20. 片式电阻表面有标称值：102—表示其阻值为（ ）
	A. 102Ω 

	B. 1KΩ 

	C. 102 KΩ 

	D. 100 Ω 


21. 良好的焊点是（ ）
	A. 焊点大 

	B. 焊点小 

	C. 焊点应用 

	D. 焊点适中形成合金 


22. 焊接镀银件时要选用（ ）的锡铅焊料。
	A. 含锌 

	B. 含银 

	C. 含镍 

	D. 含铜 


23. 无铅焊接用的焊料基体是
	A. 银 

	B. 金 

	C. 锡 

	D. 铅 


24. 对于小外形集成电路(SOIC)允许的贴装偏差是:必须保证引脚宽度的( )在焊盘上，否则为不合格。
	A. 1/2 

	B. 2/3 

	C. 3/4 

	D. 4/5 


25. 用焊点的浸润角来判断焊接质量，浸润角要
	A. ＜90º 

	B. ＞90º 

	C. ＜45º 

	D. ＞45º 


26. 下列哪一种设计文件不是按照设计文件的表达方式分类的（ ）
	A. 图样 

	B. 复制图 

	C. 表格类设计文件 

	D. 文字类设计文件 


27. PCB的布局是指( )
	A. 连线排列 

	B. 元器件的排列 

	C. 元器件与连线排列 

	D. 除元器件与连线以外的实体排列 


二 多选题
28. 印制电路板包括( )
	A. 软性印制板 

	B. 单面印制板 

	C. 双面印制板 

	D. 多层印制板 


29. 电烙铁的基本结构都是由　　 　　、　　 　　和手柄部分组成。
	A. 发热部分 

	B. 储热部分 

	C. 冷凝部分 

	D. 储存部分 


30. 电子整机装配把( )按照设计要求组装成电子整机的过程称为电子整机装配。
	A. 电子元器件 

	B. 零件 

	C. 部件 

	D. 导线 


31. 衡量贴片机的三个重要指标是（ ）
	A. 精度 

	B. 速度 

	C. 适应性 

	D. 柔韧性 


32. 无线电技术中常用的线材的分类为（ ）
	A. 通信电缆 

	B. 裸线 

	C. 电磁线 

	D. 绝缘电线电缆 


三 判断题
33. SMT的组装类型按焊接方式可分为再流焊和波峰焊、
浸焊三种主要类型。（  ）

34. 二极管的正、反向电阻都很大，说明二极管已经被击穿。（  ）
35. 元器件的可焊性是影响印制电路板焊接可靠性的主要因素。（  ）
36. 斜口钳一般用于剪切导线，尤其适用于剪掉焊点上过长的引线。（  ）
37. 静态调试是指电路在没有外加输入信号和直流电压时进行的测试。（  ）
38. 稳压二极管工作在反向击穿区。（  ）
39. 无铅焊接使焊接缺陷发生的几率增加，如桥接、焊料球、立碑、芯吸现象等等。（  ）
40. 无铅焊接的高温不会对器件造成任何影响。（  ）
41. 我国于2002年10月发布文件，决定等同釆用IS09000,颁布了GB/T19000质量管理和 质量保证标准系列。（  ）
42. 焊膏是由合金粉末、糊状助焊剂载体均匀混合成的膏状
焊料。（  ）

43. 一般来说电解电容的绝缘电阻较小，在200〜500k（  ）
44. 屏蔽导线的加工一般包括:不接地线端的加工和直接接地线端的加工两种处理。（  ）
45. 我国于1992年10月发布文件,决定等同采用IS09000,颁布了GB/T19000质量管理和质量保证标准系列。（  ）
46. 穏压二极管和普通二极管一样具有单向导电性。（  ）
47. 一个元件生产出来以后，一直到它损坏之前，所有的过程都受到静电的威胁。（  ）
48. 在电路的安装设计时，集成电路的安装必须远离热源。（  ）
49. 二极管的正、反向电阻都很小，说明二极管己经被击穿。（  ）
50. 在应用SMT的电于产品中分为两种安装方式:完全表面安装和混合安装。（  ）
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